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(57)【要約】
【課題】電源の接続配線数が少なく、他の回路からの影
響を受けにくく、ノイズの少ない電源を供給できるとい
う効果を有する超音波診断装置を提供する。
【解決手段】複数のプリント基板と、前記プリント基板
に複数の電源を供給する電源回路部５と、前記プリント
基板間を重ねて接続するスタッキングコネクタ６とを備
え、前記電源回路部５から供給された複数の電源を、前
記スタッキングコネクタ６を経由して前記複数のプリン
ト基板に分配することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプリント基板と、前記プリント基板に複数の電源を供給する電源部と、前記プリ
ント基板間を接続し、かつ前記電源部から供給された複数の電源を前記複数のプリント基
板に分配する基板間接続コネクタと、
を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　消費電流の大きなプリント基板に電源基板から電源を供給し、前記消費電流の大きなプ
リント基板から他のプリント基板へ必要な電源を供給することを特徴とする請求項１記載
の超音波診断装置。
【請求項３】
　電圧値ごとに使用率の高いプリント基板に電源基板から電源を供給し，前記プリント基
板から他のプリント基板へ電源を供給する請求項１または２記載の超音波診断装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数個の電源を用いた多層基板構造に関し、特に超音波を用いて画像診断を行
う超音波診断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断装置は、超音波診断装置やＸ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置などが良く知られて
いる。なかでも、超音波診断装置は、超音波探触子から発生させた超音波パルス信号を生
体内へ照射し、生体内で反射された超音波信号を元に断層画像を構成し診断を行うもので
、非侵襲かつリアルタイムに検査可能であるという特徴を有している。
【０００３】
　他の画像診断装置に比べ容易に断層像の表示が行えるので、画質の良い持ち運び可能な
超音波診断装置への要望が高まっている。
【０００４】
　そこで、画質向上のために高機能化を図りつつも、装置の小型化・軽量化が要求されて
いる。
【０００５】
　しかし、小型化を実現するためには、回路基板構成の高密度実装をはかるため、回路間
、基板間の距離を十分に設けることが出来なくなる。それによって、電気的ノイズの発生
や信号間クロストークなどの問題が生じてしまう。
【０００６】
　これにより、基板上及び基板間での信号伝送において、周辺部分からの影響を極力受け
ないような回路設計、パターン設計が要求される。
【０００７】
　そこで、ノイズに弱いアナログ信号とディジタル信号とを切り分けて異なる基板配置と
したり、回路の機能ごとに基板へ実装することで、他の回路からの影響を極力小さくして
いる。
【０００８】
　また、超音波診断装置の各回路は、必要とする電源がそれぞれ異なる。超音波を発生さ
せるための電源は１００～１５０Ｖ高圧電源であり、受信信号を処理するディジタル信号
処理回路や信号の制御を行う回路は数Ｖ程度の電源を用いる。また、アナログ信号処理回
路では、５～１２Ｖ程度の電源が使われている。
【０００９】
　このように、各回路で使用する電圧が異なるため、基板ごとに異なる電源供給が必要で
ある。
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【００１０】
　従来の超音波診断装置は、図４に示すように複数枚のプリント基板を複数のコネクタを
有したマザーボードに対して垂直に接続した構成である。この構成では、マザーボードや
ケーブルを介して基板間の信号伝送や電源供給を行っている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－１３７２２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の超音波診断装置は、多電源であるために電源回路から各基板へケ
ーブルによって電源を供給すると、ケーブルの本数が多く、また、接続距離が長くなるた
めノイズがのりやすくなってしまうという問題があった。また、マザーボードを介して基
板間の信号伝送や電源供給を行う場合、基板の一方（マザーボードへ接続する側）へ配線
が集中してしまい、パターン設計の自由度が下がる。
【００１２】
　本発明は、従来の問題を解決するものであり、電源回路から各基板それぞれに電源を供
給する必要がなく、ケーブルの本数を極力少なくし、ノイズを低減し、パターン設計の自
由度が高く、さらに接続コネクタの配置を比較的自由に決めることが可能である超音波診
断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の超音波診断装置は、複数のプリント基板と、前記プリント基板に複数の電源を
供給する電源部と、前記プリント基板間を接続し、かつ前記電源部から供給された複数の
電源を前記複数のプリント基板に分配する基板間接続コネクタとを有する。
複数枚の基板を水平に接続するスタッキング構造とし、電源供給された基板から他の基板
へ必要な電圧をスタッキングコネクタ経由で送る構成を有している。
【００１４】
　この構成により、複数枚の基板を水平に基板間接続コネクタ（たとえばスタッキング構
造のコネクタ）で接続することで、電源回路から基板までの接続距離を短くでき、他の回
路からの影響を受けにくく、ノイズの少ない電源を供給することができる。加えて、スタ
ッキング構造であるため、コネクタ位置を隣接する基板間で決めることができるので、ノ
イズ抑制のための回路設計及びパターン設計への制約が小さくなる。
【００１５】
　また、本発明の超音波診断装置は、消費電流の大きなプリント基板に電源基板から電源
を供給し、そのプリント基板から他のプリント基板へスタッキングコネクタ経由で必要な
電圧を分配する構成を有している。
【００１６】
　この構成により、各プリント基板へそれぞれ電源供給を行う必要がなくなり、電源回路
からの電源供給用のケーブル数を削減できる。
【００１７】
　さらに、本発明の超音波診断装置は、電圧値ごとに使用率の高い基板へ電源を供給し，
その基板から他の基板へ電源を供給する構成を有している。
【００１８】
　この構成により、スタッキングコネクタを流れる電流を小さくできるため、コネクタ間
の配線数を削減できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、複数枚の基板をコネクタで水平に接続する積層(スタッキング)構造とし、電
源供給された基板から他の基板へ必要な電圧を（スタッキング）コネクタ経由で送る構成
を設けることにより、電源回路から基板までの接続距離が短くなるため、他の回路からの
影響を受けにくく、ノイズの少ない電源を供給できるという効果を有する超音波診断装置
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を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態の超音波診断装置について、図面を用いて説明する。
【００２１】
　本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置を図１に示す。
【００２２】
　図１において、超音波診断装置は、超音波探触子（図示せず）と、前記超音波探触子に
接続し超音波の送信を行う送信回路部１及び受信を行う受信回路部２と、受信信号及び送
信信号を制御する信号制御回路部３と、受信信号より画像データの作成を行うディジタル
信号処理回路部４と、前述各回路への電源を供給する電源回路部５と、前述各回路部を接
続するためのコネクタとしてたとえばスタッキングコネクタ６と、入力インターフェイス
部である操作部（図示せず）と、合成された画像をモニタ上に表示する画像表示部（図示
せず）とを備える。
【００２３】
　超音波探触子は先端に圧電振動子を備え、送信回路部１からの電気信号を超音波へ変換
し生体内へ送信を行う。送信された超音波は生体内で、音響インピーダンスの異なる界面
で一部が反射する。この反射を超音波探触子で検出し、電圧として受信回路部２へ送る。
【００２４】
　受信回路部２へ送られた受信信号は、プリアンプにより増幅され、遅延制御及び加算さ
れる。その後、Ａ/Ｄ変換によってディジタル化された信号は、ディジタル信号処理回路
部４で画像化され、画像表示部にて超音波の断層像として表示される。
【００２５】
　以上のように構成された超音波診断装置について、図１及び図２を用いてその動作を説
明する。
【００２６】
　図２は、図１に示す回路部１～５に対応して、前述の回路部により構成された基板をそ
れぞれ基板７～１１としている。
【００２７】
　図２に示すように、超音波診断装置内は、送信回路基板７、受信回路基板８、信号制御
回路基板９及びディジタル信号処理回路基板１０が、スタッキングコネクタ１２により水
平に接続されるスタッキング構造である。
【００２８】
　超音波診断装置では、送信回路基板７には、超音波探触子より超音波を発生させるため
に、１００～１５０Ｖの高い電圧を与える必要がある。しかし、信号制御回路基板９及び
ディジタル信号処理回路基板１０はディジタル信号を扱うため、数Ｖの電圧を使用し、受
信回路基板８ではアナログ信号処理を５～１２Ｖ程度の電圧を用いて行っている。このよ
うに、回路ごとに使用電圧値が異なっている。
【００２９】
　異なる電圧値の電源を各回路部へ供給するために、本構成では、まず消費電流の大きな
送信回路基板７に電源回路基板１１より電源供給を行う。そして、送信回路基板７から他
の基板へスタッキングコネクタ経由で必要な電圧の供給を行う。
【００３０】
　このような本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置によれば、電源回路基板１１か
ら各基板への電源供給を消費電流の大きな基板aのみとし、この基板ａから他の基板ｂ（
消費電力が基板ａよりは小さい基板）へ必要な電圧を送ることにより、基板ａまでの送電
容量ｃと基板ａ、ｂ間での送電容量ｄとでは送電容量ｃ＞送電容量ｄと後工程になるほど
、容量が小さくてすむことから、結局、電源回路基板１１から各基板への配線やケーブル
を順次細くし、本数を削減することができる（基板ａ、基板ｂの符号ａ、ｂは基板を区別
するために仮につけたものである。）。
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【００３１】
　このように本発明の超音波診断装置は、複数枚の基板をコネクタで水平に接続する積層
(スタッキング)構造を有し電源供給された基板から他の基板へ必要な電圧を（スタッキン
グ）コネクタ経由で送る構成を設けることにより、電源回路から各基板それぞれに電源を
供給する必要がなく、ケーブルの本数を極力少なくし、電源回路から基板までの接続距離
が短くなるため、他の回路からの影響を受けにくく、ノイズの少ない電源を供給でき、パ
ターン設計の自由度が高く、さらに接続コネクタの配置を比較的自由に決めることが可能
である。
【００３２】
　次に、本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置を図３に示す。
【００３３】
　第２の実施の形態は、前述の本発明の第１の実施の形態に基板の接続は同じスタッキン
グ接続構造とし、スタッキングコネクタ１２経由で電源回路部から電圧値ごとにまず使用
率の高い基板へ電源供給を行う構成である。
【００３４】
　以上のように構成された超音波診断装置について、図２及び図３を用いてその動作を説
明する。
【００３５】
　スタッキングコネクタ１２経由で電源供給を行う場合、コネクタは１ピンあたりに流せ
る電流値の制限があるため、必要な電流が多いとコネクタ間の配線数が多くなる。
【００３６】
　そこで、本発明の第２の実施の形態では、図３のように、高圧電源(たとえば１００～
１５０Ｖ程度)は送信回路基板７へ、５～１２Ｖの中圧電源は受信回路基板８へ、数Ｖ程
度の低圧電源は制御回路基板９へ供給する。
【００３７】
　このように、電源回路部から電圧値ごとにまず使用率の高い基板Ａへ電源の供給を行う
。そして、電源供給を受けた基板は、同じ電圧値を使用するが、基板Ａよりは使用率の低
い基板Ｂへスタッキングコネクタ１２経由で電源の供給を行う。順次、同様に供給を行う
。
【００３８】
　以上のように本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置によれば、電源を電圧値ごと
にまず使用率の高い基板へ供給することにより、スタッキングコネクタ１２を流れる電流
を小さくできるため、コネクタ間の配線数を削減することができる。
【００３９】
　なお、以上の説明では、図２のような基板の接続構造としたが、接続の順番や回路の位
置については確立されたものではなく、基板の接続の順番や回路の配置が入れ替わった構
造についても同様に実施可能である。
【００４０】
　また、消費電流の大きな回路基板として送信回路基板７を挙げたが、回路構成により他
の基板の方が消費電流が大きくなれば、その基板へ電源の供給を行い、他の基板へ電源を
分配する構成についても実施可能である。
【００４１】
　さらに、スタッキングコネクタ１２の配置は、プリント基板上において任意に決めるこ
とが出来、図２のように上下で同じ場所に配置する方法だけでなく、上下で異なった場所
でも、基板端面部で接続する構造についても実施可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
以上のように、本発明にかかる超音波診断装置は、他の回路からの影響を受けにくく、ノ
イズの少ない電源を供給できるという効果を有し、複数個の電源を用いた多層基板構造に
関し、特に超音波を用いて画像診断を行う超音波診断装置等として有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施の形態における超音波診断装置のブロック図
【図２】本発明の第１の実施の形態における超音波診断装置の動作説明のための構成図
【図３】本発明の第２の実施の形態における超音波診断装置のブロック図
【図４】従来の超音波診断装置の構成図
【符号の説明】
【００４４】
　１　送信回路部
　２　受信回路部
　３　信号制御回路部
　４　ディジタル信号処理回路
　５　電源回路部
　６　スタッキングコネクタ
　７　送信回路基板
　８　受信回路基板
　９　信号制御回路基板
　１０　ディジタル信号処理回路基板
　１１　電源回路基板
　１２　スタッキングコネクタ

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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板供应多个电源的电源电路部分5，以及用于以重叠方式连接印刷电路板
的堆叠连接器6，并且经由堆叠连接器6将多个电源分配到多个印刷电路
板。 点域1
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